2. ELEMENTY ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE

- Obudowy elementéw
3 - do montazu
"~ przewlekanego

Z TEGO ROZDZIALU DOWIESZ SIE:

® jakie s rodzaje obudéw elementéw elektronicznych,

m jakie wyréznia sig rodzaje obudéw uktadéw scalonych,

= jakie s3 rodzaje obudéw elementéw do montazu przewlekanego.

Obudowa — poza zapewnieniem ochrony mechanicznej — peli réwniez dodatkowe funkdje,
takie jak:

e przepuszczanie fal optycznych,

e transport ciepla,

e izolacja galwaniczna.

Rozwdj elektroniki sprawil, ze powstaty nowe rodzaje obudéw. Stworzono je przede
wszystkim z my$la o miniaturyzacji elementéw. Postep w tej dziedzinie wymusity réwniez
nowe techniki produkcji i montazu powierzchniowego.

Obudowy do montazu przewlekanego (THT) tracg na znaczeniu. Coraz czeéciej uzywa
si¢ ich jedynie w przypadku montazu elementéw o duzej mocy, poniewaz typowym ra-
strem dla takich elementéw jest 2,54 mm i trudno go zminiaturyzowac. Ponadto wymaga
to wiercenia laminatu, co jest czaso- i pracochtonne.
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Rys. 2.11. Fragment noty katalogowej mikrokontrolera w obudowie typu DIL-8, w kiérej podano
wymiary uktadu; wymiar ,e” oznacza raster, ktéry wynosi 0,17
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ZAPAMIETA] §
W elektronice czgsto uzywa sie brytyjskich jednostek dtugosci. :
Cal [ang. INCcH] oznacza si¢ jako: 1 cal, 17,1 in.

1in = 2,54 cm lub 25,4 mm.

Raster czesto oznacza sie jako: 0,1 BSC lub 0,17, co = 2,54 mm.

Jednostkg pochodng od cala jest mil, ktéry wynosi 1/1000 cala. Mil jest jednostka powszech-
nie uzywana do okreslenia rastra podczas projektowania obwodéw drukowanych.

Wtedy 0,1” = 100 mili = 2,54 mm.
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2.3.1. Obudowy typu TO

Od kilkudziesigciu lat najpopularniejsze s3 obudowy typu TO. Montuje sie w nich:
e diody; .
e tranzystory, tyrystory, triaki itp.; *
e proste uklady scalone (wzmacniacze, stabilizatory).

Najcze$ciej mozna spotkac si¢ z obudowami typu: TO-220, TO-92, TO-5, TO-3. W zalez-
nosci od pelnionej funkcji majg one r6zng liczbe wyprowadzer: od 2 do kilku.

W zaleznosci od uktadu znajdujgcego sie wewngtrz obudowy wyprowadzenia moga pet-
nic rézne funkcje, dlatego w celu ich weryfikacji nalezy sie postuzy¢ katalogiem.

Package Detuails - TO-3

Mechanical Drawing

A DIMENSIONS

| B INCHES | MILLIMETERS
symsoLl MIN | mAX | MIN | MAX
c A 1.516 | 1573 | 38.50 | 39.96
| B (DIA) J 0.748 | 0.875 ] 19.00 | 22.23
[g /6 0.250 | 0.450 | 6.35 | 11.43
D 0.433 | 0.516 | 11.00 | 13.10
f E 0.054 | 0.065 | 1.38 | 1.65
F 003510045 090 | 1.15
G 1.177 1 1.197 | 29.90 | 30.40
H 0.650 | 0.681 | 16.50 | 17.30
J 0.420 § 0.440 | 10.67 ] 11.18
} K__J020500225] 521 | 572
F% L(DIA) J0.151]0.172] 3.84 | 4.36
J M 0.984 | 1.050 | 25.00 | 26.67
f TO-3 (REV: R2)

Lead Code:

R2 1) Base
2) Emitter

Case) Collector

Rys. 2.12. Fragment noty katalogowej obudowy TO-3; obudowa tranzystora jest wykonana z metalu
i petni funkcje kolektora
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Rys. 2.13. Obudowa TO-3 ze zdjeta ostona; widoczne wnetrze tranzystora

TO-5 CASE - MECHANICAL OUTLINE

; A ; DIMENSIONS
[~—B—==] INCHES MILLIMETERS
, { SYMBOL [ MIN | MAX | MIN | MAX
A(DIA) | 0.335 | 0370 | 8.51 | 9.40
D B(DIA) | 0.315 | 0.335 | 8.00 | 8.51
m— C 0.040 1.02

D 0.240 | 0.260 | 6.10 | 6.60
E 1.500 | 1.752 | 38.1 | 44.5
F (DIA) | 0.016 | 0.021 | 0.41 | 0.53

“ E G (DIA) 0.200
H H

Y

L———A‘\—-—_———

5.08
0.100 254
| 0.028 | 0.034 | 0.71 | 0.86
J 0.029 | 0.045 | 0.74 | 1.14
e TO-5 (REV: R0)
-
G
LEAD #2 ﬁ% H LEAD CODE:
LEAD #1 3 LEAD #3 1) Emitter
2) Base
3) Collector

MARKING: FULL PART NUMBER

RO

Rys. 2.14. Fragment noty technicznej tranzystora w obudowie TO-5

Cecha charakterystyczng obudowy TO-5 jest metalowa wypustka na boku obudowy,
pozwalajaca na okreglenie numeracji wyprowadzen.




3. OBUDOWY ELEMENTOW DO MONTAZU PRZEWLEKANE

~
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Package Detuails a
TO-92 Case /]

Mechanical Drawing

e DIMENSIONS
K INCHES | MILLIMETERS |
B symBoL| MIN | MAX | MIN | MAX
b 123 A(DIA) 10.175] 0.205 | 4.45 | 5.21
B 0.170 | 0.210 | 4.32 | 533
05001 - l1270] -
0.016 ] 0.022 | 0.41 | 0.56
0.100 2.54
i 1.27
0.125] 0.165 ] 3.18 | 4.19
0.080 | 0.105 | 2.03 | 2.67
0.015 0.38

TO-92 (REV: R1)
‘ i 1 Lead Code:
G Yy g 3 %
T | SCR*

R1 1) Anode 1) Cathode
2) Gate or 2)Gate
3) Cathode 3) Anode

—jTioimimjojio
(=]
I
(=}

[FET*

Packing Options 1) Drain 1) Drain
2) Source 2) Gate
3) Gate 3) Source
Bulk: or

White corrugated box with static shielded bags 1) Gate 1) Source
Bulk Packing Quantity: 2,500 2) Source 2) Drain
3) Drain 3) Gate
Tape and Reel / Ammo Pack: PUT TRIAC
Radial taped in accordance with EIA-468-C 1) Anode 1) MT1
Packing Quantity: 2,000 2) Gate 2) Gate

3) Cathode | [3) MT2

TRANSISTOR*
Also available in the following lead form options 1) Emitter 1) Emitter
TO-92-5F, TO-92-5T, TO-92-5T1, TO-92-18F, TO-92-18R 2) Base 2) Collector|
3) Collector 3) Base

or
1) Collector 1) Base
2) Base 2) Emitter
3) Emitter 3) Collector

* Note: See individual device datasheet
for pinout information.

Rys. 2.15. Nota katalogowa obudowy typu TO-92; po prawej stronie w tabeli przedstawiono mozliwe
kombinacje wyprowadzen dla poszczegélnych typéw elementéw: Anode — anoda, Cathode — katoda,
Gate — bramka, Source — zrédlo, Drain — dren, Emitter — emiter, Collector — kolektor, Base — bramka

Obudowy typu TO-92 wystepuja w wielu wariantach, réznigcych sie kolejnoscig i typem
wyprowadzen, dlatego — aby nie popelnic btedu — nalezy sprawdzi¢ dany element w katalo-
gu. Przyklad réznorodnosci wyprowadzen przedstawiono na rysunku 2.15. W obudowach
tego typu, oprécz tranzystoréw, montuje sie réwniez ukltady scalone, np.:

e czujniki temperatury (analogowe i cyfrowe),
e czujniki magnetyczne wykorzystujace efekt Halla,
e radio AM (ukfad TA 178535).
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Package Details - TO-220

Mechanical Drawing

DIMENSIONS
A [=—E —— INCHES | MILLIMETERS
7—F symsoL | MIN | MAX | MIN | MAX
8 —| |— A 01701 0190] 431 | 482
l ' o - B 00451 0055] 1.15 | 1.39
@____ G [ 0013]0026] 033 | 065
| T | D Jooss|otor| 210 | 272
H 0394 | 0417 | 10.01 ] 10.60
| Foia) J0140]0.157 ] 355 | 4.00
G 0100 ] 0118 ] 254 | 3.00
- 023010270 | 585 | 6.85
123 | I 0580 | 0625 | 14.23 | 15.87
| J J - lo250] - [ 635
g K 002510038 064 | 096 |
. ’ L 050005791270 1470
I M 0020 0110] 220 | 279
TO-220 (REV: R2)
D— |‘— ~{ |‘——M LEAD CODE:
R2
TRIAC SCR
1) MT1 1) CATHODE
2) MT2 2) ANODE
3) GATE 3) GATE
Packing Information TRANSISTOR
Standard: Bulk ;; CBASOLEE il
Devices are bulk packed in white corrugated 3) EMITTER

box with black conductive coating
(anirface resistivity nf <105 nhms ner caiiare)

Note: TAB = Common 1 Pin 2

Rys. 2.16. Fragment noty katalogowej obudowy TO-220

Obudowy TO-220 wystepuja jako dwu-, trzy- i pieciowyprowadz = Uzywa sie ich
do tranzystoréw (3 wyprowadzenia) oraz m.in. do diod (2 wyprowadzeniz). stabilizatoréw
napiecia (3 wyprowadzenia), zespolonych wzmacniaczy mocy (5 wyprowadzen).

Rys. 2.17. Obudowa TO-220



2.3.2. Obudowy typu multiwatt

Obudowy typu multiwatt maja r6zng liczbe wyprowadzen — od kilku do ponad dwudzie-
stu; wskazuje na nig liczba po nazwie. Stosuje sig je do:
e wzmacniaczy audio,
e stabilizatoréw impulsowych,
e sterownikow silnikéw krokowych.
Obudowy typu multiwatt s3 przeznaczone do pracy z radiatorem i moga obstuzy¢ moce

rzedu 100 W.
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Rys. 2.19. Obudowa Multiwatt-15
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2.3.3. Obudowy typu DIP i SIL

Obudowy DIP [ang. DuaL IN LINE PACKAGE], nazywane takze DIL, majg rézng liczbe
wyprowadzen (od 4 do 48, a czasem nawet 64). R6znig si¢ réwniez szerokoscig — im
wiecej wyprowadzeni, tym wieksza szeroko$¢ uktadu. Obecnie istniejg dwie szeroko-
$ci uktadéw: DIP-300 o szeroko$ci 300 mili (7,62 mm) i DIP-600 o szerokosci 600 mili
(15 mm, 24 mm).W obudowach DIP umieszcza sie gtéwnie ukiady scalone i drabinki
rezystancyjne.

Obudowy SIP [ang. SINGLE IN LiNE PACKAGE], nazywane takze SIL, sa obecnie rzadko
spotykane i uzywa sie ich gléwnie podczas produkeji mostkéw rezystancyjnych. Pierwsze
wyprowadzenie oznacza sie w nich kropka badz kreska.

Obudowy SDIP [ang. SHRINK DuAL IN LiNE PACKAGE] s obudowami o zmniejszonej
szeroko$ci i / lub zmniejszonym rastrze wyprowadzen.

Obudowy PGA [ang. PIN GRID ARRAY| majg wyprowadzenia z dotu (pod obudows).

Obudowy IPGA [ang. INTERSTITIAL PGA] réwniez maja wyprowadzenie pod obudows,
ale o gestszym rastrze.

W obudowach PGA i IPGA pierwszy pin oznacza si¢ przez sciecie naroznika lub za
pomocg kropki w jednym z naroznikéw.

Package Information
18-pin DIP (300mil) Outline Dimensions
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Fig1. Full Lead Packages Fig2. 1/2 Lead Packages

* MS-001d (see fig1)

Symbol Dimensions in mil
Min. Nom. Max.
A 880 — 920
B 240 — 280
Cc 115 — 195
D 115 —_ 150
E 14 — 22
F 45 — 70
G - 100 —
H 300 —_ 325
| — — 430

Rys. 2.20. Karta katalogowa: wymiary obudowy typu DIP 18 (warto zwrécic uwage na sposob nume-
racji wyprowadzen)
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Rys. 2.21. Por6wnanie obudéw DIP 18 (na gérze) i DIP 40 (na dole)

Tab. 2.2. Standardy obudéw uktadéw scalonych do montazu przewlekanego

| 4,6,8,14,16,18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, |

i | 40, 42, 48, 64

SDIP ,
; | 30 72 z
| (obudowa $ciesniona) |
' SDIP ;
‘ | 30,42, 64
| (obudowa $ciesniona) |

PGA | 68-450

IPGA 68-450

Uklady DIP / DIL maja charakterystyczne wcigcia na jednym z krétszych bokéw. Weie-

2,54 mm | prostokatna

2,54 mm | prostokatna

1,778 mm [ prostokatna

2,54 mm / kwadratowa

1,27 mm | kwadratowa

cie albo kropka przy pierwszym pinie informuja o poczgtku numeracji wyprowadzen.

J SPRAWDZ SWOJA WIEDZE
)2 <

Co oznacza skrét THT?

Jakie znasz obudowy do montazu THT?

Opisz wyglad obudowy DIL.

Jakie znasz wersje obudowy typu TO?

Czym charakteryzuje sie obudowa typu multiwatt?




